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전시 참가신청서 (대학 및 연구소)

[참가정보]
	학교명/연구실명
	(국문)
	

	
	(영문)
	

	담당 교수명
	

	신청자
	

	주소
	

	전화
	
	팩스
	

	이메일
	

	주요 출품품목
	



[신청내역]
	구분
	신청면적

	기술 및 디자인 전시
	부스 (     ) 개

	총액
	          원


· 대학 및 연구소는 부스당 50만원에 제공되며, 최대 2부스까지 신청 가능합니다.

[추가 필요 사항]                                                   
	구분
	기본제공사항
	필요수량
	비고

	전기
	1KW(단상 220V/60Hz), 콘센트제공
	
	

	인터넷
	무선 Lan 1회선 (필요시)
	
	

	테이블,의자
	테이블(1.8m x 0.6m) 1개, 의자 2개
	
	



본 연구실/신청자는 HCI 2021 학술대회 전시회에
참가를 신청하는 바입니다.

2020년   월   일
신청자  ___________________  (인)



[bookmark: _GoBack]
<별첨 - 전시 출품품목정보/ 2019년 12월 28일(토)까지 사무국 제출>
HCI 2021 전시 출품 품목 정보
 (HCI 2021 프로그램 북 및 Proceeding에 포함될 내용)
[기본 정보]
	학교/
연구실명
	(국문)
	

	
	(영문)
	

	주  소
	

	전  화
	
	팩  스
	

	홈페이지
	
	E-mail
	

	지도교수
	
	핸드폰
	

	담당자
	
	핸드폰
	



[출품품목명]
	출품품목명
(4줄 이하 
작성 요망)
	


· 상기 항목 중 출품품목명은 반드시 4줄 이하로만 작성하여 주시기 바랍니다.
· 작성하신 기업정보는 프로그램북 내지에 기재되며 프로그램북 표지에 전시참가업체 
로고가 포함되니 로고파일(JPG, EPS, AI)도 사무국으로 접수하여 주시기 바랍니다.

[Proceeding USB 포함내용] (연구실 정보 + 제품설명)
· Proceeding에 기본 정보(상기 내용)와 제품 설명이 게재될 예정입니다.
· 모든 전시 참가단체는 A4 2Page 분량의 제품 설명서를 2020년 12월 28일(월)까지 사무국으로 본 출품품목 정보와 함께 제출하여 주시기 바랍니다. (자유양식입니다)
· 가급적 제품사진이 포함된 파일로 보내주시기 바랍니다.
· Proceeding외 별도 인쇄물은 제작하지 않습니다.
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